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香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公
司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周
詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證
券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發
表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引
致之任何損失承擔任何責任。

本報告的資料乃遵照GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關駿碼半導
體材料有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）的資料；本公司的董事（「董事」）
會（「董事會」）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，
確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，
且並無遺漏任何事項足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。
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簡明綜合損益及其他全面收益表

截至6月30日止六個月
2026年 2025年

附註 千港元 千港元
（未經審核） （未經審核）    

收益 4 64,543 76,846
銷售成本 (55,540) (66,291)  

毛利 9,003 10,555
其他收入、其他收益及虧損 5 274 (216)
預期信貸虧損模式下撥回的減值虧損淨額 360 341
無形資產的減值虧損 6 – (18,816)
銷售及分銷開支 (4,166) (4,163)
行政開支 (13,319) (14,323)
融資成本 7 (2,335) (2,955)  

除稅前虧損 (10,183) (29,577)
所得稅開支 8 (1,060) (884)  

期內虧損 9 (11,243) (30,461)  
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簡明綜合損益及其他全面收益表

截至6月30日止六個月
2026年 2025年

附註 千港元 千港元
（未經審核） （未經審核）    

其他全面收入╱（開支）
將不再重新分類至損益的項目：

由功能貨幣換算為呈列貨幣所產生之 
匯兌差額 8,456 8,166

其後可能重新分類至損益的項目：
換算海外業務所產生之匯兌差額 (3,037) (2,636)

  

期內其他全面收入 5,419 5,530
  

期內全面開支總額 (5,824) (24,931)
  

每股虧損
－ 基本（港仙） 11 (1.59) (4.32)
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簡明綜合財務狀況表

2026年
6月30日

2025年
12月31日

附註 千港元 千港元
（未經審核） （經審核）    

非流動資產    
廠房及設備 12 25,206 26,936
使用權資產 5,504 6,961
無形資產 12 80,774 84,659
就購買廠房及設備支付的按金 545 –
租賃按金 115 568
遞延稅項資產 2,428 2,342  

114,572 121,466  

流動資產
存貨 35,075 37,185
貿易應收款項及應收票據 13(a) 75,714 81,459
其他應收款項、預付款項及按金 13(b) 30,560 30,924
應收稅款 – 591
銀行結餘及現金 7,311 6,750  

148,660 156,909  

流動負債
貿易及其他應付款項 14 17,588 19,915
合約負債 334 352
租賃負債 16 3,443 3,960
遞延收入 255 882
應付董事款項 15,765 11,302
應付稅項 351 –
銀行借款 15(a) 67,777 77,231
銀行透支 15(b) 17,888 17,888  

123,401 131,530  

流動資產淨值 25,259 25,379  

總資產減流動負債 139,831 146,845
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簡明綜合財務狀況表

2026年
6月30日

2025年
12月31日

附註 千港元 千港元
（未經審核） （經審核）    

非流動負債
租賃負債 16 3,761 4,934
遞延收入 – 17  

3,761 4,951  

資產淨值 136,070 141,894
  

資本及儲備
股本 17 7,055 7,055
儲備 129,015 134,839  

權益總額 136,070 141,894
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簡明綜合權益變動表
截至2026年6月30日止六個月

股本 股份溢價 其他儲備 資本儲備 匯兌儲備 法定儲備 累計虧損 權益總額
千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元         

於2025年1月1日（經審核） 7,055 120,955 100,000 1 (29,593) 19,224 (45,103) 172,539        

期內虧損 – – – – – – (30,461) (30,461)

由功能貨幣兌換為呈列貨幣所產生之 

匯兌差額 – – – – 8,166 – – 8,166

換算海外業務所產生之匯兌差額 – – – – (2,636) – – (2,636)        

期內全面收入╱（開支）總額 – – – – 5,530 – (30,461) (24,931)        

於2025年6月30日（未經審核） 7,055 120,955 100,000 1 (24,063) 19,224 (75,564) 147,608
        

於2026年1月1日（經審核） 7,055 120,955 100,000 1 (21,393) 19,240 (83,964) 141,894        

期內虧損 – – – – – – (11,243) (11,243)

由功能貨幣兌換為呈列貨幣所產生之 

匯兌差額 – – – – 8,456 – – 8,456

換算海外業務所產生之匯兌差額 – – – – (3,037) – – (3,037)        

期內全面收入╱（開支）總額 – – – – 5,419 – (11,243) (5,824)        

於2026年6月30日（未經審核） 7,055 120,955 100,000 1 (15,974) 19,240 (95,207) 136,070
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簡明綜合現金流量表

截至6月30日止六個月
2026年 2025年
千港元 千港元

（未經審核） （未經審核）   

經營活動所得現金淨額 12,593 11,595  

投資活動所用現金淨額 (3,454) (12,196)  

融資活動所用現金淨額 (8,909) (30,514)  

現金及現金等價物增加╱（減少）淨額 230 (31,115)

外幣匯率變動的影響 331 1,402

於1月1日的現金及現金等價物 (11,138) 19,689  

於6月30日的現金及現金等價物 (10,577) (10,024)
  

指：
銀行結餘及現金 7,311 7,894
銀行透支 (17,888) (17,918)

  

(10,577) (10,024)
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

1. 一般資料
本公司於2017年2月21日在開曼群島根據開曼群島公司法第22章（1961年第3號法例，經
綜合及修訂）註冊成立為獲豁免有限公司。本公司股份（「股份」）自2018年5月30日起在
GEM上市。

本公司為一間投資控股公司。本集團主要從事開發、生產及銷售半導體封裝材料。

本公司的功能貨幣為人民幣（「人民幣」）。由於本集團管理層認為就未經審核簡明綜合
財務報表使用者而言，港元為適當的呈列貨幣，故簡明綜合財務報表以港元（「港元」）呈
列。

2. 編製基準
未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港會計
準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」編製。此外，未經審核簡明綜合財務報表
包括GEM上市規則第18章規定的適用披露。
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

3. 主要會計政策
未經審核簡明綜合財務報表乃根據歷史成本基準而編製。

除應用新訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及修訂本產生的會計政策變動外，
截至2026年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合財務報表所用的會計政策及計算方法
與編製本集團截至2025年12月31日止年度的綜合財務報表所用者相同。

香港會計師公會已頒佈若干新訂及經修訂香港財務報告準則。就該等於2026年1月1日後
開始的會計期間生效的準則而言，採納該等準則對本集團當前及過往期間業績及財務狀
況的編製及呈列方式並無重大影響。就尚未生效且並無於過往會計期間提早採納的該等
準則而言，本集團正評估其對本集團業績及財務狀況的影響。

4. 收益及分部資料
主要產品的收益分析載列如下：

截至6月30日止六個月
2026年 2025年
千港元 千港元

（未經審核） （未經審核）   

鍵合線 36,316 48,551
封裝膠 24,937 24,870
其他 3,290 3,425

  

64,543 76,846
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

本集團的經營分部以提呈予主要營運決策人（「主要營運決策人」）（即本公司執行董事）以
分配資源及評估表現的資料為基準決定。就管理目的而言，本集團根據自身產品經營一
個業務單位及其唯一經營分部從事開發、生產及銷售半導體封裝材料。主要營運決策人
監控業務單位整體收益、業績、資產及負債及定期審閱根據香港財務報告準則的會計政
策編製的財務資料，且無進一步離散資料。因此，並無呈列除實體範圍資料外的分部資
料分析。

地區資料
本集團的收益主要來自中華人民共和國（「中國」）、香港及海外的客戶。本集團按客戶經
營所在地區劃分的收益詳情如下：

截至6月30日止六個月
2026年 2025年
千港元 千港元

（未經審核） （未經審核）   

中國（不包括香港） 63,644 76,145
香港 580 174
海外 319 527  

64,543 76,846
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

5. 其他收入、其他收益及虧損
截至6月30日止六個月

2026年 2025年
千港元 千港元

（未經審核） （未經審核）   

銀行利息收入 4 5
政府補助收入 1,053 650
匯兌虧損淨額 (749) (897)
其他 (34) 26

  

274 (216)
  

6. 無形資產的減值虧損
本集團進行減值測試，根據現金產生單位（「現金產生單位」）的使用價值（「使用價值」）釐
定與專利及商標、專業技術及本集團產生的開發成本有關的無形資產的可收回金額。該
項目繼續以令人信納的方式進行，而客戶的反應亦再次確認本集團對該項目預期收益的
估計。然而，競爭者活動的增加使本集團重新考慮其對此等產品未來市場份額及預期利
潤的假設。

經進行減值測試後，根據下列本集團三個現金產生單位（即LED封裝膠現金產生單位（「LED
封裝膠現金產生單位」）、鋁基鍵合線現金產生單位（「鋁基鍵合線現金產生單位」）及銅基
鍵合線現金產生單位（「銅基鍵合線現金產生單位」））之可收回金額，本集團於截至2026
年6月30日止六個月（「該期間」）無確認任何減值虧損（截至2025年6月30日止六個月：約
18,816,000港元）於綜合損益及其他全面收益表入賬：
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

• LED封裝膠現金產生單位的可收回金額乃根據使用價值計算而釐定。根據本集團的
評估結果，LED封裝膠現金產生單位的無形資產的可收回金額獲釐定約為45,591,000
港元，而其賬面值則約為45,591,000港元。因此，於該期間，就LED封裝膠現金產生
單位的賬面淨值無確認任何減值虧損（截至2025年6月30日止六個月：約10,658,000
港元）；

• 鋁基鍵合線現金產生單位的可收回金額乃根據使用價值計算而釐定。根據本集團的
評估結果，鋁基鍵合線現金產生單位的無形資產的可收回金額獲釐定約為817,000
港元，而其賬面值則約為817,000港元。因此，於該期間，就鋁基鍵合線現金產生單
位的賬面淨值無確認任何減值虧損（截至2025年6月30日止六個月：約2,111,000港
元）；

• 銅基鍵合線現金產生單位的可收回金額乃根據使用價值計算而釐定。根據本集團的
評估結果，銅基鍵合線現金產生單位的無形資產的可收回金額獲釐定約為303,000
港元，而其賬面值則約為303,000港元。因此，於該期間，就銅基鍵合線現金產生單
位的賬面淨值無確認任何減值虧損（截至2025年6月30日止六個月：約6,047,000港
元）。

使用價值計算乃使用根據本公司董事會批准的財務預算作出的現金流量預測，該預測涵
蓋本公司管理層估計的該等現金產生單位的剩餘預計可使用年期。該收入法為合適之估
值方法，可反映資產持續營運所產生的現金流量價值，其符合香港會計準則第36號有關
釐定現金產生單位使用價值之規定。稅前貼現率介乎13.03%至16.28%，而五年期後的
現金流量則以每年5%至10%的穩定增長率推算。稅前貼現率反映與該等現金產生單位
經營之業務及行業有關之特定風險。
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

該等現金產生單位之使用價值計算所採用之另一主要假設為介乎15.6%至30.0%之預算
毛利率，其乃根據該等現金產生單位之過往表現及管理層對該等現金產生單位之市場發
展期望而作出。本公司董事目前並未察覺任何其他可能的變動而需要調整其主要估計。

7. 融資成本
截至6月30日止六個月

2026年 2025年
千港元 千港元

（未經審核） （未經審核）   

銀行手續費 – 34
銀行借款利息 1,445 1,384
銀行透支利息 504 494
附追索權的已貼現票據的利息 158 362
租賃負債利息 228 351
信託收據貸款利息 – 506

  

2,335 3,131
  

減： 計入合資格資產成本的資本化金額 
 （附註） – (176)

  

2,335 2,955
  

附註： 截至2025年6月30日止六個月，為專門取得合資格資產而借入的資金的借貸成本已資本化。
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

8. 所得稅開支
截至6月30日止六個月

2026年 2025年
千港元 千港元

（未經審核） （未經審核）   

所得稅開支包括：

中國企業所得稅（「企業所得稅」）
－ 期內支出 773 445
－ 預扣稅 287 239
－ 過往年度撥備不足 – 200

  

1,060 884
  

根據《中華人民共和國企業所得稅法》（「企業所得稅法」）及《企業所得稅法實施細則》，
該兩個期間中國實體的標準稅率均為25%。根據中國相關法律及法規，汕頭市駿碼凱撒
有限公司獲授高新技術企業的稅務待遇，並可於截至2026及2025年6月30日止六個月享
受15%之優惠稅率。

根據企業所得稅法，自2008年1月1日起，中國附屬公司賺取的溢利的已宣派股息須繳納
5%至10%的預扣稅。

於該兩個期間，香港利得稅按估計應課稅溢利的16.5%計算。於該兩個期間相關集團實
體並無應課稅溢利，故並無於該兩個期間計提香港利得稅撥備。

根據英屬處女群島及開曼群島的規則及規例，相關集團實體毋須繳納該等司法權區的任
何所得稅。
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

9. 期內虧損
截至6月30日止六個月

2026年 2025年
千港元 千港元

（未經審核） （未經審核）   

期內虧損已扣除：

董事薪酬：
袍金 348 360
其他薪酬、薪金及其他福利 3,150 3,067
退休福利計劃供款 31 30  

3,529 3,457
  

其他員工成本：
員工薪酬及津貼 11,433 12,871
退休福利計劃供款 1,634 1,668  

13,067 14,539
  

員工成本總額 16,596 17,996
資本化於無形資產 (1,989) (2,116)
資本化於存貨 (4,544) (4,418)

  

10,063 11,462
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

截至6月30日止六個月
2026年 2025年
千港元 千港元

（未經審核） （未經審核）   

廠房及設備折舊（包括資本化於存貨及 
無形資產的金額） 2,378 2,932

  

無形資產攤銷（包括資本化於存貨的金額） 8,252 7,358
  

使用權資產折舊（包括資本化於存貨及 
無形資產的金額） 1,600 2,097

  

核數師酬金 495 495
確認為銷售成本的存貨成本 55,540 66,291
確認為開支（計入行政開支）的研發成本 
（不計折舊及員工成本） – 311

短期租賃相關開支 54 56
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

10. 股息
董事會不建議派付截至2026年6月30日止六個月之中期股息（截至2025年6月30日止六個
月：無）。

11. 每股虧損
截至6月30日止六個月

2026年 2025年
（未經審核） （未經審核）   

虧損：
計算每股基本虧損的虧損： 

本公司擁有人應佔期內虧損（千港元） (11,243) (30,461)
  

股份數目：
計算每股基本虧損之普通股加權平均數 705,500,000 705,500,000

  

由於截至2026年及2025年6月30日止期間並無潛在已發行普通股，於該兩個期間並無呈
列每股攤薄盈利。
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

12. 廠房及設備以及無形資產變動
於本中期期間，本集團購買廠房及設備以及無形資產分別為約74,000港元及零港元（截
至2025年6月30日止六個月：分別為約178,000港元及約11,625,000港元）。

於本中期期間並無出售廠房及設備（截至2025年6月30日止六個月：無）。

13. 貿易應收款項及應收票據及其他應收款項、預付款項及按金
(a) 貿易應收款項及應收票據

2026年
6月30日

2025年
12月31日

千港元 千港元
（未經審核） （經審核）

   

貿易應收款項 40,651 44,363
減：信貸虧損撥備 (1,835) (2,068)

  

38,816 42,295
應收票據 36,898 39,164

  

75,714 81,459
  

本集團與其客戶之間的貿易條款主要為信用條款，惟若干客戶須預先付款。信貸期
一般為30日至120日。每名客戶獲授予信貸額度。本集團尋求嚴格控制其未償還應
收款項以降低信貸風險。
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

以下為於報告期末根據發票日期的貿易應收款項（扣除信貸虧損撥備）的賬齡分析：

2026年
6月30日

2025年
12月31日

千港元 千港元
（未經審核） （經審核）

   

1至30日 10,181 12,078
31至60日 9,335 11,454
61至90日 9,910 8,188
90日以上 9,460 10,575

  

38,816 42,295
  

於2026年6月30日及2025年12月31日，應收票據的到期日皆為365天以內。

(b) 其他應收款項、預付款項及按金
2026年

6月30日
2025年

12月31日
千港元 千港元

（未經審核） （經審核）
   

預付款項 29,212 29,702
按金 640 232
其他應收款項 610 584
為購置廠房及設備所支付訂金 – 406
其他應收回稅項 98 –

  

30,560 30,924
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

14. 貿易及其他應付款項
2026年

6月30日
2025年

12月31日
千港元 千港元

（未經審核） （經審核）
   

貿易應付款項 6,588 9,267
其他應付款項 3,560 3,958
其他應付稅項 879 –
應計開支 6,729 6,690

  

17,756 19,915
  

貿易供應商要求本集團貨銀兩訖或給予本集團7天至90天的信貸期。以下是根據報告期
末的發票日期呈列的貿易應付款項的賬齡分析：

2026年
6月30日

2025年
12月31日

千港元 千港元
（未經審核） （經審核）

   

1至30日 3,556 4,641
31至60日 1,458 2,311
61至90日 1,203 1,310
90日以上 371 1,005

  

6,588 9,267
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

15. 銀行借款╱銀行透支
(a) 銀行借款

2026年
6月30日

2025年
12月31日

千港元 千港元
（未經審核） （經審核）

   

根據貸款協議載列的預定還款日期的 
銀行借款賬面值：
一年內 25,051 32,192

因未有全面遵守銀行融資的條款而須按要求 
償還的借款賬面值（列作流動負債） 12,486 14,799

因違約付款而須按要求償還的借款賬面值 
（列作流動負債） 30,240 30,240

  

67,777 77,231

減：列入流動負債於一年內到期的款項 (67,777) (77,231)
  

非流動負債項下所列款項 – –
  

有抵押 67,777 77,231
無抵押 – –  

67,777 77,231
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

本集團的浮息銀行借款以(i)中國人民銀行頒佈的貸款最優惠利率減0.25厘至(ii)香港
若干銀行所報香港銀行同業拆息（「香港銀行同業拆息」）加3.5厘的年利率（2025年12
月31日：香港銀行同業拆息加3.05厘至3.5厘的年利率）計息並須按要求償還。

於2026年6月30日，本集團的定息銀行借款以實際年利率介乎5.46厘至7.10厘（2025
年12月31日：介乎5.79厘至7.96厘的年利率）計息。

(b) 銀行透支
於2026年6月30日，銀行透支約為17,888,000港元（2025年12月31日：17,888,000港
元），並以香港銀行同業拆息加3.0厘的年利率計息並須按要求償還。該金額由本公
司、若干董事及香港按證保險有限公司根據中小企融資擔保計劃提供擔保。

16. 租賃負債
2026年

6月30日
2025年

12月31日
千港元 千港元

（未經審核） （經審核）   

流動 3,443 3,832
非流動 3,761 5,062  

7,204 8,894
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簡明綜合財務報表附註
截至2026年6月30日止六個月

17. 股本
股份數目 股本

千港元   

每股面值0.01港元的普通股

法定：
於2026年6月30日（未經審核）及 

2025年12月31日（經審核） 2,000,000,000 20,000
  

已發行及繳足：
於2026年6月30日（未經審核）及 

2025年12月31日（經審核） 705,500,000 7,055
  

18. 資本承擔
2026年

6月30日
2025年

12月31日
千港元 千港元

（未經審核） （經審核）   

就收購廠房及設備項目已訂約但尚未於 
簡明綜合財務報表撥備的資本開支 218 224

  

218 224
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管理層討論及分析

業務回顧

本集團總部位於香港並在中國汕頭設有研發中心及生產設施，為專門從事開發、製造及銷售
鍵合焊線及封裝膠的知名半導體封裝材料製造商，持續向超過600名客戶（主要為中國領先
的LED、相機模組、功率器件、集成電路封裝、玩具及電子產品製造商）直接銷售產品。

2026年上半年，全球半導體行業延續強勁增長，AI算力需求拉動邏輯芯片及先進存儲放量，
中國市場表現尤為突出。然而，國內消費持續疲弱，社會消費品零售總額增速放緩，消費降
級趨勢對消費電子及相關應用構成壓力。中美科技博弈持續，美國出口管制收緊，疊加日本
供應商上調封裝材料價格，進一步加速國內封裝材料國產替代進程。

鍵合線產品
截至2026年6月30日止六個月，本集團鍵合線產品付運量約186,467公里，銷售收入約36.3百
萬港元，分別較2025年上半年下降47.7%及25.2%。毛利率由14.11%下滑至11.26%，主要
因高利率環境直接推高企業借貸成本，銀行信貸同步收緊。在此背景下，本集團審慎調整經
營策略，主動放棄資金佔用大、賬期長且毛利率低的部份線材業務，將有限資源聚焦於更具
成本優勢和增長潛力的產品及客戶。同時貴金屬價格雖有所回落但仍處歷史高位，行業競爭
激烈導致平均售價受壓。
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管理層討論及分析

封裝膠產品
截至2026年6月30日止六個月（「該期間」）封裝膠產品付運量約181噸，較2025年上半年下降
9.5%；銷售收入約24.9百萬港元，與去年同期基本持平。毛利率由12.2%顯著提升至16.9%，
得益於產品組合優化及成本控制見效，高毛利率的Glob-top環氧樹脂產品佔比提升。LED行
業方面，Micro/Mini LED、車用照明等新興應用持續增長，推動封裝環節價格自年初上調5%
至10%，行業競爭格局趨向結構性修復。

展望未來，本集團將繼續專注於先進封裝材料的研發創新，優化產品結構，提升高附加值產
品佔比，並積極把握國產替代進程加速及AI算力需求爆發帶來的機遇，深化與國內頭部客戶
的合作，以期在市場變革中鞏固競爭優勢。

因此，本集團於該期間的收益下降16.0%至約64.5百萬港元（2025年上半年：約76.8百萬港
元），而本集團的毛利率則維持於13.9%（2025年上半年：13.7%）。

財務回顧

收益
本集團的收益主要來自其主要產品（即鍵合線及封裝膠）的收入。於該期間，本集團錄得收
益約64.5百萬港元（2025年上半年：約76.8百萬港元）。鍵合線產品錄得收益減少25.2%至約
36.3百萬港元（2025年上半年：約48.6百萬港元），而封裝膠產品的收益則維持於約24.9百萬
港元（2025年上半年：約24.9百萬港元）。整體收益減少乃主要由於競爭激烈。
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管理層討論及分析

銷售成本及毛利
本集團的銷售成本主要包括直接材料成本、直接人工成本及製造費用。於該期間，本集團錄
得銷售成本減少16.2%至約55.5百萬港元（2025年上半年：約66.3百萬港元），其乃主要由於
收益減少。於該期間，本集團毛利減少14.7%至約9.0百萬港元（2025年上半年：約10.6百萬
港元）。於該期間，毛利率則維持於13.9%（2025年上半年：13.7%）。

其他收入、其他收益及虧損
於該期間，本集團就其他收入、其他收益及虧損確認之淨收益約0.3百萬港元（2025年上半
年：淨虧損約0.2百萬港元）。本集團錄得匯兌淨虧損約0.7百萬港元（2025年上半年：匯兌淨
虧損約0.9百萬港元）。此外，本集團亦於該期間獲得地方政府補貼約1.1百萬港元（2025年上
半年：約0.7百萬港元）。

無形資產的減值虧損
根據會計準則及本公司會計政策，遵循審慎原則，本公司於該期間對本集團相關資產進行減
值測試，並無有發現減值跡象的資產。本公司就各項無形資產無計提減值撥備（2025年上半
年：18.8百萬港元）。

開支
於該期間，銷售及分銷開支約為4.2百萬港元（2025年上半年：約4.2百萬港元）。於該期間的
行政開支約為13.3百萬港元（2025年上半年：約14.3百萬港元）。行政開支減少主要是由於在
該期間實施成本節約措施所致。於該期間，融資成本維持於約2.3百萬港元（2025年上半年：
約3.0百萬港元）。
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管理層討論及分析

該期間內虧損及其他全面虧損
因應以上各項因素，該期間本公司擁有人應佔虧損約為11.2百萬港元（2025年上半年：虧損約
30.5百萬港元）。該期間除利息、稅項、廠房及設備折舊以及無形資產攤銷前溢利（「EBITDA」）
約為2.8百萬港元（2025年上半年：約2.5百萬港元）。

日後策略及前景
2026年上半年，全球半導體行業延續強勁增長態勢。SEMI預計2026年全球半導體製造設備
銷售額將創下1,659億美元歷史新高，同比增長23.2%，增長勢頭預計持續至2028年。AI算力
需求持續拉動邏輯芯片與先進存儲放量，行業正處於週期復甦、AI新成長和國產替代三重共
振的超級上行週期。

然而，宏觀金融環境對企業經營構成顯著挑戰。美聯儲政策信號已從「還能降」切換至「還可
能加」。金價持續高位運行，加速了行業材料替代趨勢，銅基線憑藉極致性價比已大規模替
代金線，成為市場絕對主流；銀合金線作為另一低成本替代品，在導電導熱性能上與金線相
當，於LED等光電半導體器件中應用廣泛。本集團鍵合焊線產品已全面覆蓋銅合金線、銀合
金線、金合金線等多種材料，可根據客戶需求提供差異化方案。在貴金屬成本持續高企的環
境下，銅合金線、銀合金線等產品在成本敏感型應用中的替代進程持續提速，為本集團帶來
結構性增長機遇。
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在政策與市場雙重驅動下，中國大陸半導體材料市場已穩居全球首位。這得益於多項政策優
勢，包括「十五五」規劃全鏈條技術攻關、大基金三期70%資金聚焦設備材料國產化，以及稅
收優惠等多重政策加持。2026年4月，國務院頒布《產業鏈供應鏈安全規定》，從政策層面進
一步加速半導體材料國產化進程。各地政府同步推出半導體與集成電路產業扶持政策，圍繞
材料、設備、芯片設計、封裝測試等全產業鏈環節提供支持。業界普遍認為，在地緣政治和
供應鏈安全考量下，中國本土芯片製造產業鏈對國產材料的驗證意願和採購需求空前強烈。

功率半導體方面，根據《Research and Markets IGBT全球市場報告2026》1，IGBT市場預計從
2025年的103.7億美元增至2026年的116.9億美元。功率器件行業加速回暖，2026年第二季
度交期持續延長、價格保持上行。中國IGBT模組產能已佔全球約35%，車規級封裝材料需求
持續升溫。本集團銅鍵合線已獲行業頭部企業認證，粗銅鍵合線在IGBT模組中的滲透率持續
提升。

LED行業方面，TrendForce2預估2026年全球LED市場產值有望達121.76億美元，Micro/Mini 
LED、車用照明與顯示等新興應用持續貢獻成長動能。中游封裝環節自年初已出現5%至25%
的價格上調，行業競爭格局正從長期非理性低價競爭轉向結構性修復。本集團已完成戶外
LED、幻彩及Mini/Micro先進封裝膠開發佈局。

AI芯片市場高速擴張。人形機器人方面，TrendForce2預測2026年全球出貨量預計年增逾七
倍、突破5萬台。AI伺服器及邊緣計算設備對封裝材料的導熱性及可靠性提出更高要求。本
集團正積極研發匹配AI芯片封裝需求的高導熱環氧封裝膠及燒結型鍵合技術。

1 https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/27/3226342/28124/en/Insulated-
Gate-Bipolar-Transistor-IGBT-Market-Trends-and-Investment-Opportunit ies-2026-2030-Rev
enues-to-Grow-by-7-1-Billion.html?print=1

2 https://www.ledinside.com.tw/research/20260319-40493.html

https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/27/3226342/28124/en/Insulated-Gate-Bipolar-Transistor-IGBT-Market-Trends-and-Investment-Opportunities-2026-2030-Revenues-to-Grow-by-7-1-Billion.html?print=1
https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/27/3226342/28124/en/Insulated-Gate-Bipolar-Transistor-IGBT-Market-Trends-and-Investment-Opportunities-2026-2030-Revenues-to-Grow-by-7-1-Billion.html?print=1
https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/27/3226342/28124/en/Insulated-Gate-Bipolar-Transistor-IGBT-Market-Trends-and-Investment-Opportunities-2026-2030-Revenues-to-Grow-by-7-1-Billion.html?print=1
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核心策略
本集團將堅定執行以下策略：持續加大研發投入，重點開發低成本高性能線材替代材料及高
導熱封裝膠等進口替代產品；深化與國內頭部集成電路製造商、LED封裝企業及功率模組廠
商的技術合作，加快新產品驗證及導入；優化產品結構，主動降低貴金屬敏感型業務佔比，
將資源聚焦於高附加值及快速增長的細分市場；密切關注宏觀利率及信貸環境變化，靈活調
整市場策略與財務安排。

展望
董事會對行業長期前景保持審慎樂觀。儘管短期內高利率環境及信貸收緊對企業經營構成壓
力，但半導體封裝材料國產化進程勢不可擋。AI算力需求爆發、先進封裝技術升級及國產替
代三重驅動下，行業正處於結構性增長機遇期。憑藉靈活的戰略調整、技術研發優勢及對市
場趨勢的準確把握，本集團有信心在行業變革中持續推動收益增長，為股東創造長期穩定回
報。

人力資源管理
於2026年6月30日，本集團有168位全職僱員（於2025年12月31日：185人）。僱員薪酬於未經
審核簡明綜合財務報表附註9披露。本集團的薪酬政策根據僱員個人的經驗及資歷釐定。本
集團將確保為所有員工提供充足的培訓，並根據彼等需要持續提供專業發展機會。本集團亦
採納購股權計劃以獎勵個別僱員對本集團作出的貢獻。
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財務資源、流動資金及資本架構
本集團主要透過經營活動所得現金及計息銀行借款為其經營提供資金。本集團於2026年6月
30日錄得流動資產淨值約25.2百萬港元（2025年12月31日：約25.4百萬港元）。於2026年6月
30日，本集團的流動比率約為1.2（2025年12月31日：約1.2)及本集團的資產負債比率（即該
期間末本集團借款總額除以權益總額）約為63.0%（2025年12月31日：約54.4%）。本集團的
浮息銀行借款以中國人民銀行頒佈的貸款最優惠利率（「貸款最優惠利率」）減0.25厘至香港銀
行同業拆息（「香港銀行同業拆息」）加3.50厘的年利率（2025年12月31日：貸款最優惠利率減
0.25厘至香港銀行同業拆息加3.50厘的年利率）計息。於2026年6月30日，本集團的定息銀行
借款以每年5.46%至7.10%的實際利率（其亦為約定利率）計息（2025年12月31日：每年5.79%
至7.96%）。於2026年6月30日，本集團的銀行借款及銀行透支約為85.7百萬港元（2025年12月
31日：約95.1百萬港元）。於2026年6月30日，銀行借款約有42.7百萬港元（2025年12月31日： 
約45.0百萬港元），分別由本公司提供無限企業擔保、由汕頭市駿碼凱撒有限公司（「汕頭駿
碼」）提供若干企業擔保額以及本公司董事提供的若干個人擔保額作擔保。於2026年6月30日，
本集團銀行融資總額度約為95.3百萬港元（2025年12月31日：約106.0百萬港元）。於2026年
6月30日，本集團的資本架構包括本公司擁有人應佔權益約136.1百萬港元（2025年12月31
日：約141.9百萬港元）。

庫務政策
董事將繼續採取審慎政策管理本集團之現金結餘及維持穩健流動資金，以確保本集團做好準
備把握未來增長機會。
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重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業
該期間並無附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售事項。

有關重大投資及資本資產的未來計劃
除本報告所披露者外，本集團於該期間並無重大投資及資本資產的其他計劃。

持有重大投資
於該期間，本集團並無持有任何重大投資。

主要風險及不確定因素
董事會相信，有關本集團之所有主要風險因素已於本公司日期為2018年5月17日有關將股份
於GEM上市（「上市」）的招股章程（「招股章程」）「風險因素」一節披露。有關更多資料，請參
閱招股章程。

外匯風險
本集團的收入、銷售成本、行政開支、投資及借款主要以美元、港元及人民幣計值。人民幣
匯率的波動會影響本集團的經營成本。於該期間，人民幣以外的貨幣相對穩定。本集團現時
並無設立外匯對沖政策。然而，管理層將繼續監控外匯風險，並將採取審慎措施，將匯兌風
險降至最低。如有需要，本集團將考慮對沖重大外匯風險。

資產抵押
於2026年6月30日，並無重大抵押本集團的資產（於2025年12月31日：無）。
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中期股息
董事會不建議派付該期間之中期股息（2025年上半年：無）。

或然負債
於2026年6月30日，本集團並無任何重大或然負債或擔保（於2025年12月31日：無）。

分部資料
本集團的分部資料於未經審核簡明綜合財務報表附註4披露。

報告期後事項
本集團於報告期後直至本報告日期概無重大事件。

根據GEM上市規則第十七章第17.21及17.23條進行披露
茲提述本公司截至2025年12月31日止年度之年報內「管理層討論與分析－其他資料」所披露，
本集團未能按照預定還款日期償還若干銀行借款並違反相關財務契諾，該等借款於2025年
12月31日仍未償還，金額約為45.0百萬港元。截至2026年6月30日，該等違約及未償還的銀
行借款總額約為42.7百萬港元。此等債務連同其產生的未償還違約利息約2.5百萬港元（合共
約45.2百萬港元），已變成須即時還款，並於2026年6月30日分類為流動負債。

於2026年6月30日，該等金額約42.7百萬港元的違約銀行借款，在銀行要求下已變成須即時
還款，且相關銀行有權取消或暫停有關融資。根據與各銀行的討論，銀行已表示有意與本集
團討論重組計劃。
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此外，本集團於該期間，已就違約借款採取以下行動：

(i) 本集團已應其中一名貸款人的要求，委任獨立債務財務顧問以協助進行銀行貸款重
組，其工作截至本報告日期仍在進行中；

(ii) 本集團注意到，除收到的催款函外，截至本報告日期，概無銀行就違約借款對本集團
任何成員公司提起任何法律訴訟。

有關更新資料的進一步詳情，請參閱「就持續經營不發表意見之最新進展」一節。

根據GEM《上市規則》第17.21條，本集團已違反與相關銀行簽訂的貸款協議條款，而本集團
尚未就違約借款獲得該等貸款人的豁免。本公司將於適當時候以公告形式向股東及其他投資
者通知及更新有關上述事宜的任何重大進展。

就持續經營不發表意見之最新進展
茲提述本公司二零二五年年報所載企業管治報告中的「本集團應對不發表意見的行動計劃和
撤銷不發表意見」一節及本公司於二零二六年六月三十日之公告，本公司管理層謹提供以下
有關本公司核數師就本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的財務報表不發表意見
的更新情況。
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於本報告日期，以下為本集團實施計劃及措施，以改善本集團流動資金及財務狀況之最新進
展：

1. 應其中一名貸款人要求，本集團已委任獨立債務財務顧問，協助處理銀行貸款重組事
宜，截至本報告日期，相關工作仍在進行當中；

2. 截至本報告日期，概無任何貸款人就違約借款向本集團任何成員公司展開任何法律程
序；

3. 本集團正積極尋求再融資渠道，並與多家獨立金融機構（包括資產管理公司及銀行）
以及潛在業務夥伴展開磋商。相關磋商仍持續進行，截至本報告日期，本集團尚未與
任何一方正式簽訂任何協議；

4. 作為本公司拓闊收入來源計劃之一部分，本公司已於2026年4月20日自香港海關取得
「A類－貴金屬及寶石交易商」牌照。視乎可用營運資金狀況，本集團正考慮開展貴金
屬買賣的新業務。於本報告日期，本集團已開始相關籌備工作，惟尚未正式開展該項
貴金屬買賣新業務；

5. 於2026年1月1日至7月31日期間，本公司董事及╱或控股股東墊付合共約3,100,000港
元，作為本公司額外營運資金；及

6. 本集團自2025年12月起推行成本削減計劃，包括調減薪金及縮減人手，以降低現金
流需求。

本公司將根據GEM上市規則及╱或按聯交所要求，於適當時候就僅因持續經營不發表意見的
最新進展刊發進一步公佈。
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權益披露

(a) 董事及行政總裁於本公司及其相聯法團股份、相關股份及債權證的權益及淡
倉
於2026年6月30日，本公司董事及行政總裁於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第
571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有
的權益及淡倉須(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所（包括
根據證券及期貨條例之有關條文當作或被視為擁有之權益或淡倉）；或(b)根據證券及期
貨條例第352條規定記錄在該條所述之登記冊；或(c)根據GEM上市規則第5.46至5.67條
有關董事進行證券交易之規定須知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

於股份之好倉

董事姓名
權益性質╱
持股身份

所持
普通股數目

佔本公司
已發行股本
的百分比
（附註1）    

周博軒博士（「周博士」）（附註2） 受控制法團權益 357,000,000 50.60%

周振基教授（「周教授」）（附註2） 受控制法團權益 357,000,000 50.60%
實益擁有人 510,000 0.07%

周馮慧蘭女士（「周女士」）（附註3） 配偶權益 357,510,000 50.67%
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附註：

(1) 於2026年6月30日，本公司已發行股本7,055,000港元，分為705,500,000股每股面值0.01港元
之股份。

(2) 駿碼科技投資控股有限公司（「BVI Holdings」）由周博士及周教授分別間接擁有40%及60%。
根據證券及期貨條例，周博士及周教授被視為於BVI Holdings所持有的股份中擁有權益。

(3) 周女士為周教授的配偶。根據證券及期貨條例，周女士被視為於周教授所擁有權益的所有股
份中擁有權益。

於本公司相聯法團股份之權益

姓名 相聯法團之名稱
權益性質╱
持股身份

於相聯法團
所持╱擁有

權益的
股份數目 股權百分比     

周教授（附註1及2） Chows Investment Group 
Limited（「BVI Chows」）

實益擁有人 6 60.00%

周博士（附註1及2） BVI Chows 實益擁有人 4 40.00%
   

周教授（附註1及2） BVI Holdings 受控制法團權益 10,000,000 100.00%

周博士（附註1及2） BVI Holdings 受控制法團權益 10,000,000 100.00%

周女士（附註3） BVI Chows 配偶權益 6 60.00%
BVI Holdings 配偶權益 10,000,000 100.00%
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附註：

(1) BVI Chows持有BVI Holdings 100%權益。BVI Holdings持有本公司50.60%權益。因此，根據證
券及期貨條例，BVI Chows及BVI Holdings為本公司之相聯法團。

(2) 周博士及周教授分別於BVI Chows已發行股本的40%及60%中擁有權益。BVI Chows持有BVI 
Holdings 100%權益。因此，根據證券及期貨條例，周博士及周教授被視為擁有BVI Holdings 
100%權益。

(3) 周女士為周教授的配偶。根據證券及期貨條例，周女士被視為於周教授擁有的本公司之相聯
法團的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2026年6月30日，概無本公司董事或行政總裁於本公司或其相聯
法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債權證中擁有或視為擁有須
(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所（包括根據證券及期貨
條例之有關條文當作或被視為擁有之權益或淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條規
定記入該條所述之登記冊；或(c)根據GEM上市規則第5.46至5.67條有關董事進行交易之
規定須知會本公司及聯交所之任何其他權益或淡倉。
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(b) 主要股東及其他人士於本公司股份或相關股份的權益及淡倉
據董事所知，於2026年6月30日，下列人士（本公司董事或行政總裁除外）於本公司股份
或相關股份中（直接或間接）擁有或視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部
須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或計入本公司根據證券及期貨條例第336條須
存置的登記冊內之權益或淡倉：

於股份之好倉

股東名稱
權益性質╱
持股身份 股份數目

佔本公司
已發行股本
的百分比
（附註1）    

BVI Holdings 實益擁有人 357,000,000 50.60%

BVI Chows（附註2） 受控制法團權益 357,000,000 50.60%

Chow Kuo Li Jen女士（附註3） 配偶權益 357,000,000 50.60%

馬亞木先生（「馬先生」） 實益擁有人 152,490,000 21.61%

Cheng Pak Ching女士（附註4） 配偶權益 152,490,000 21.61%



駿碼半導體材料有限公司 2026 中期報告 39

其他資料

附註：

(1) 於2025年6月30日，本公司已發行股本7,055,000港元，分為705,500,000股每股面值0.01港元
之股份。

(2) BVI Chows持有BVI Holdings的100%權益，因此根據證券及期貨條例被視為於BVI Holdings所持
的357,000,000股股份中擁有權益。

(3) Chow Kuo Li Jen女士為周博士的配偶。根據證券及期貨條例，Chow Kuo Li Jen女士被視為於
周博士所擁有權益的所有股份中擁有權益。

(4) Cheng Pak Ching女士為馬先生的配偶。根據證券及期貨條例，Cheng Pak Ching女士被視為於
馬先生所擁有權益的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2026年6月30日，董事並不知悉任何其他人士（本公司董事或行政
總裁除外）於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第
2及第3分部須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或計入本公司根據證券及期貨條例
第336條須存置的登記冊內之權益或淡倉。

購股權計劃
根據本公司於2018年5月8日採納的購股權計劃（「計劃」），其主要目的為鼓勵董事、合資格
僱員、本集團諮詢或顧問。本集團董事、僱員、諮詢及顧問可在董事酌情決定下獲授購股權

（「購股權」）以按董事釐定的價格認購本公司股份（「股份」），惟價格不得低於以下最高者：(i)
於提出授予購股權的日期（該日須為交易日）聯交所每日報價表上註明的股份收市價；(ii)於
緊接提出授予購股權日期之前五個交易日內聯交所每日報價表上註明的股份平均收市價；及
(iii)授予購股權日期的股份面值。



駿碼半導體材料有限公司2026 中期報告40

其他資料

由於本公司自採納計劃起並無更新計劃授權限額，按股份首次於聯交所開始買賣時之已發行
股份680,000,000股計算，假設將授出之所有購股權獲全面行使，本公司獲授權發行之股份
總數為68,000,000股，佔當時已發行股份總數的10%。根據GEM上市規則第23.03D(1)條，除
非獲本公司股東批准，否則就截至授出日期止任何12個月期間內向計劃參與者授出的所有購
股權之已發行及將予發行的股份總數不得超過已發行股份的1%。

受GEM上市規則的規定以及計劃條款及條件所規限，並無一般規定購股權須持有之最短期限
或於須於授出後達到之表現目標方可行使購股權。

計劃將自股份於聯交所上市日期起十年內維持有效，惟於股東大會上以決議案終止則除外。
授出的購股權須於授出日期三十日內予以接納。接納授出購股權要約時須支付1港元代價。

購股權的行使期不得超過授出日期後十年，此乃由本公司董事會酌情釐定。

自計劃採納日期起，於該期間開始及結束時以及截至本報告日期止，概無購股權根據計劃獲
授出、行使、註銷或失效，亦概無購股權尚未行使。

本公司自採納日期起概無授出購股權。因此，期內就根據本公司所有計劃授出之購股權及獎
勵而可能發行之股份數目除以該期間內已發行相關類別股份之加權平均數為零。
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競爭權益
於該期間內，本公司董事及控股股東或任何彼等各自的緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）概
無擁有與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之任何業務或業務權益，亦不知悉任何該等人
士與本集團有或可能有任何其他利益衝突。

企業管治常規
除下文所披露者外，本公司於該期間已遵守載於GEM上市規則附錄C1的企業管治守則（「企
業管治守則」）。

企業管治守則原則C.2及守則條文第C.2.1條規定管理董事會與日常管理業務之間須有清晰區
分。主席及行政總裁之角色須區分及不應由同一人擔任。本集團並無委任行政總裁。鑑於本
集團創辦人周博士在本集團的經驗及角色，董事會認為，周博士擔任董事會主席對本集團業
務前景及營運效率有所裨益。本集團日常業務管理由高級管理層執行並由執行董事監督，而
所有策略決定均須獲得全體執行董事事先作出批准，並在正式董事會會議上考慮及確認。由
各具經驗及能力的人士（其中三人為獨立非執行董事）構成及運作的董事會可確保本公司權
力及權限平衡。本集團相信現有的管理架構及決策程序足以應付不斷變化的經濟環境，且符
合本集團的最佳利益。

本公司將繼續改善其適當之企業管治常規，以進行及發展其業務，並不時檢討其企業管治常
規以確保彼等遵守法定要求及規定以及企業管治守則並符合近期發展。
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董事進行證券交易
本公司已就董事進行證券交易採納條款不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條所規定交易標準

（「規定交易標準」）的行為守則（「行為守則」）。本公司亦已向全體董事作出具體查詢，彼等各
自確認彼等於整個該期間內均已遵守行為守則及規定交易標準。此外，於該期間內，本公司
並無發現任何不符合有關董事證券交易的規定交易標準的情況。

買賣或贖回上市證券
於該期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

董事資料變更
自本公司二零二五年年報刊發以來，根據《GEM上市規則》第17.50A(1)條規定而須予披露的
董事資料變更載列如下：

• 石逸武先生已自本公司於二零二六年六月一日舉行的股東週年大會結束起，退任執行董
事。

• 李超凡先生已自本公司於二零二六年六月一日舉行的股東週年大會結束起，退任非執行
董事。

詳情請參閱本公司於二零二六年六月一日之公告。

除上述披露者外，本公司並無其他根據《GEM上市規則》第17.50A(1)條規定而須予披露的董
事資料變更。
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審核委員會
本公司已成立董事會審核委員會（「審核委員會」），並根據GEM上市規則制定書面職權範圍。
審核委員會的主要職責是審核及監督本集團的財務報告過程及內部控制程序。審核委員會的
成員由三位獨立非執行董事（即潘禮賢先生、吳宏偉教授及戴進傑先生）組成。潘禮賢先生為
審核委員會主席。

審核委員會已審閱本公司於該期間之未經審核簡明綜合業績及本報告，並認為該等業績及本
報告符合適用會計準則及GEM上市規則之規定，且已充分作出披露。

承董事會命
駿碼半導體材料有限公司

執行主席兼執行董事
周博軒

香港，2026年8月31日

於本報告日期，執行董事為周博軒博士及周振基教授，非執行董事為周馮慧蘭女士，以及獨
立非執行董事為吳宏偉教授、戴進傑先生及潘禮賢先生。

本報告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」
頁內刊載。本報告亦將於本公司網站 www.nichetech.com.hk 刊載。

http://www.hkexnews.hk
http://www.nichetech.com.hk

